
①半導体関連産業の集積
・半導体関連展示会への出展
（東京・名古屋・熊本・台湾）

・半導体関連産業参入促進セミナーの開催
（札幌、函館、苫小牧）

・地域での半導体産学官ネットワークの構築・強化

② 人材育成・確保
・ 高校生を対象とした出前講座（25校）
・ 小・中学生を対象とした体験教室（16校）
・ 子ども向けの科学体験イベント「サイエンス
パーク」の開催

③ 理解促進
・道民向けセミナー（全道14地域）

④その他
・ ニューヨーク州経済開発公社及びニューヨーク・
クリエイツとＭＯＵ締結
・千歳川でのＰＦＡＳ調査

令和6年度の主な取組について
資料２－１

半導体関連産業の集積促進や人材育成等に向け
た取組

次世代半導体製造拠点関連インフラ整備

②苫小牧地区工業用水道配水施設建設事業

• 令和６年１１月に契約を締結し、現地の
測量調査を終え、建屋の設計を進めて
いる。

【中継ポンプ場】

• 令和６年8月に現地工事に着手し、年度
内に全延長の約３割が完了する予定で
ある。

【配 水 管】
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①街路事業受託事業

現地測量、
地質調査、
跨線橋及び
前後道路の
詳細設計

など



①半導体関連産業の集積

・国内外の半導体関連展示会への出展

・半導体関連産業参入促進セミナー（１回）

・道外半導体関連企業に対する立地意向調査

②人材育成・確保

・高校生を対象とした出前講座（25校）

・小・中学生を対象とした体験教室
（16校+4施設）

③理解促進

・道民向けセミナー （全道10地域）

・「北海道半導体・デジタル関連産業振興ビジョン」
の改定

④その他

・ＭＯＵに基づくニューヨーク州との連携強化

・千歳川でのＰＦＡＳ調査

令和７年度の主な取組について
半導体関連産業の集積促進や人材育成等に向
けた取組

資料２－１

複合拠点の実現に向けた大学等との連携

①人材育成
・教育プログラムの構築（北大）

⇒道内他大学・高専に展開

②教育研究拠点整備
・主要な製造工程の実習が可能なラボの
整備（北大）

⇒道内他大学・高専に展開

③研究開発
・北大及び千歳科技大と半導体関連企業
との共同研究の支援
（①ラピダス社関連、②道内企業関連、
③ユースケース開拓）

④産学官ネットワークの構築
・道内企業の半導体関連産業への参入促進
・地域の産学官連携の促進

⑤情報発信
・ポータルサイトの構築等
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ＧＸ産業の集積に向けた税制優遇企業立地促進費補助金の改正
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＜北海道ＧＸ推進税制（ＧＸ事業）＞

対 象 分 野：洋上風力関連産業、合成燃料、水素、

蓄電池、次世代半導体、データセンター、

海底直流送電、電気及び水素運搬船、

再生可能エネルギー

対象事業者：道内でGX事業の設備投資を行う事業
者や、道内で新たにGX事業を実施する事
業者

対 象 税 目：法人道民税、法人事業税（法人税割）、

道固定資産税（最長10年：１～5年目最大

全額免除、6年目以降最大１／２免除）、

不動産取得税（取得時最大全額免除）

制 度 施 行：令和7年4月1日予定

＜北海道ＧＸ地域未来投資促進基本計画＞

対 象 区 域：道内１６７市町村
対 象 分 野：北海道のＧＸ産業に係る「ものづくり」

「デジタル」「エネルギー」関連分野
対 象 税 目：国税（法人税）、道税（不動産取得税、道

固定資産税）
計 画 期 間：令和７年３月２６日（国からの計画同意日

（予定）から令和１２年３月３１日まで

１．改正の趣旨

道内への次世代半導体製造拠点や大型データセン
ターの立地、北海道・札幌「ＧＸ金融・資産運用特区」指
定等の企業立地を取り巻く環境の変化を踏まえ、企
業立地の更なる促進を図るため改正（５年に一度の見
直し（令和９年）を待つことなく今般改正）。

２．改正内容（半導体関連のみ）

(１)半導体関連産業への支援の拡充
・限度額を15億円に拡充（現状10億円）

・成長産業分野に「半導体関連産業」を創設

・半導体関連の製造に附随して行う回路設計を
「半導体関連産業」の対象に追加
・高度物流関連事業の対象に高圧ガス等の保管
倉庫を追加

(２)雇用要件の見直し
・類型Ⅱの雇用増要件を「５人以上」から
「３人以上」に緩和

(３)地域への立地の促進
・過疎法の対象地域かつ地域未来投資促進法の
適用地域は、助成率を１％加算



・ 令和９年４月の本格給水に向け、ラピダス
社の用水供給に必要な配水管及び中継ポ
ンプ場を整備中

【配水管】

【中継ポンプ場】

・ 跨線橋工事に着手し、橋台・橋脚の設置と橋
桁の工場製作を実施

②苫小牧地区工業用水道配水施設建設事業

・令和７年度末までに、
全延長の約８割の工事
が完成する予定

・令和７年７月に現地
工事に着手し、年度
内に建屋の基礎が
完成する予定

次世代半導体製造拠点の関連インフラの整備を実施

①街路事業受託事業
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【配水管工事状況】

【中継ポンプ場完成予想図】

橋梁下部工：橋台２基、橋脚１基
橋梁上部工：橋桁工場製作（重量４１５ｔ）

橋梁側面図

橋梁断面図


